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微細欠陥の検出を強化した外観検査装置「TY-VISION M111SC」 

光学分解能2.5㍈仕様、上市のお知らせ 

 

当社は、外観検査装置「TY-VISION」シリーズの高性能化開発を進めております。このた

び、光学分解能2.5㍈仕様の光学系を搭載した外観検査装置「TY-VISION M111SC」（以下、

「本装置」という。）が完成しましたのでお知らせいたします。 

近年、ＤＸ及びＩｏＴ化のさらなる拡大や５Ｇ通信網の普及を背景とした社会のデジタル

化の進展、自動運転及び電動化をはじめとする自動車産業の変革等に伴い、各種基板が高精

細化するなど基板全体の品質レベルが高まっております。このような市場動向の中、検査ニ

ーズに応えるために本装置を開発いたしました。 

本装置は光学分解能2.5㍈を採用したことにより、約10×10㍈の欠陥（異物・欠け・シミ

等）に対して安定した欠陥検出が可能となりました。（対当社従来仕様光学分解能3㍈比）こ

れは約10×10㍈の欠陥に対してどれだけのピクセル数で欠陥認識（光学分解能３㍈：約９ピ

クセル、光学分解能2.5㍈：16ピクセル/約1.7倍のピクセル数で認識）するのかということ

であり、欠陥検出力及び同様の欠陥に対する繰返し検出精度が向上いたします。なお、実績

として当社がターゲットとしている高精細サンプル基板に対し約15％の検出力ＵＰを確認し

ております。（当社調べ） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

また、装置構成はクリーンな環境に配慮した構造設計を採用しており、ＦＦＵ（Fan 

Filter Unit）が標準装備されております。本装置は光学系と搬送系の基本構成が「TY-

VISION A308DC」（当社製自動機）と共通であるため、自動機との並行運用が容易に行えます。 

さらに、当社開発のＡＩシステム「TY-VISION XAIS(ザイス)」をオプション追加すること

で目視確認工程の省力化と検出力の向上を実現いたします。 

今後もさらなる検出力の向上と検査工程の省力化につながる装置開発にご期待ください。 

 

 

10×10㍈の⽋陥に対するピクセル数のイメージ

分解能3㍈ 分解能2.5㍈光学分解能３㍈ 光学分解能 2.5㍈
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※装置完成に伴い、下記展示会に実機を展示いたします。 

 ご来場の程よろしくお願いいたします。 

 

JPCA Show 2023【第52回国際電子回路産業展】 

会期：2023年５月31日（水）～ ６月２日（金）              

場所：東京ビッグサイト                     

   東展示棟 ２ホール：２Ｂ－12 

 

来場登録はコチラから ⇒ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

「TY-VISION M111SC」 

以 上 


